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HISTORIA AMD

Zrod technologického giganta

Kla¢ovy moment: Akvizicia ATl Technologies v roku 2006

AMD sa akviziciou ATl stala jednym z mala vyrobcov, ktory ovlada cely zdsobovaci retazec od CPU cez GPU az po integrované riesenia. Tato strategicka akvizicia v
hodnote 5,4 miliardy dolarov transformovala AMD z vyrobcu procesorov na full-stack poskytovatela vypoctovych platforiem.

1969 2000 2007 2012 2019 2023
Za"jti:'e r‘:MD Akvizicia ATI Prvé GPU Architektdra RDNA 1.0 RDNA 3
erryo 7a $5.4 mid. pod znatkou AMD GCN 1.0 Navi GPU RX 7900 XTX
Sandersomom

1969 $5.4B ~26K #2

Rok zalotenia Akvizicia ATI Zamestnancov GPU vyrobca
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ATl —» AMD: EVOLUCIA GRAFICKEJ DIVIiZIE

ATI Mach 64 (1994)

Rage 128 (1998)

Radeon R100 (2000)

Radeon 9700 Pro (2002)

CrosskFire (2005)

AMD Radeon HD 2900 (2007)
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Prvé 64-bit grafické Cipy, podpora VESA a PCI

Podpora DVD prehravania, 2D/3D akceleracia

Prvy Radeon, podpora DirectX 7, T&L hardvér

Prvy DX9 Cip, programmable shadery, lidrom trhu

Technolégia multi-GPU, odpoved na SLI

Prva GPU pod znackou AMD po akvizicii ATI
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ARCHITEKTURY AMD GPU - PREHLAD GENERACII

GCN 1.0-5.0 Proces: 28nm-14nm

2012—2019 Compute-first design, GPGPU, OpenCL

RDNA 1.0 Proces: 7nm

2019 Navi, 1.25% perf/W vs GCN, PCle 4.0

RDNA 2.0 Proces: 7nm TSMC
2020 Ray Tracing HW, Infinity Cache, SAM

RDNA 3.0 Proces: 5nm+6nm chiplet
2022 Al akcelerdcia, AV1, 54% perf/W rast

CDNA 1/2/3 Proces: 7nm-5nm

5020-2023 HPC/AI, HBM2e, MI200/MI300 Instinct
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GCN ARCHITEKTURA

Graphics Core Next — Revolucia 2012

GCN (Graphics Core Next) predstavoval zasadny architektonicky zlom. AMD presla od VLIW (Very Long Instruction Word) dizajnu k skalarnej/vektorovej architekture
s unified shader modelem.

Compute Unit (CU) Unified Memory

64 shader processors, 4 SIMD16 jednotky, 1 skalar procesor, 4 texturovanie

jednotky, 64KB LDS Zdielana adresovatelna pamat pre CPU+GPU, zdklad pre APU platformy

Asynchronous Compute GPGPU podpora

Simultanne vykonavanie grafickych a compute workloadov na rovnakom HW Nativna OpenCL/HSA podpora, zdklad pre HPC aplikdcie a tazbu kryptomien

Pocet Compute Units v GCN generdcidch flagship modelov

100 32 44 64 36 64
0 i I i | i —— i I
HD 7970... R9 290X... Fury X... RX 480... Vega 64...
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RDNA ARCHITEKTURA

Radeon DNA — novd éra k?,kpgnostj .
GCN vs. RDNA - Klruac¢ové rozdiely

SIMD Sirka 64 lanes (SIMD64) 32 lanes (SIMD32) 32 lanes + RT
Front End 1per4 CU 1 per CU Vylepseny
Cache L1 16KB/CU 32KB/CU (2x) 32KB/CU
Cache L2 512KB-2MB 2MB 4MB

Infinity Cache N/A N/A 128MB-256MB
Ray Tracing Nie Nie Ano (HW)
Perf/Watt Zaklad +25% +54%

25% 54% 7nm HW RT

Vykon/Watt rast Vykon/Watt rast Vyrobny proces Ray Tracing
RDNA1 vs GCN RDNA2 vs GCN RDNA1 (TSMC) od RDNA 2.0
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RDNA 3 - CHIPLET DIZAJN

Prvd GPU na svete s multi-chiplet architekturou

Radeon RX 7900 XTX (Navi 31) — Chiplet GPU

Vyroba
MCD MCD
6nm TSMC 6nm TSMC GCD: 5nm TSMC
2x Infinity Cache 2x Infinity Cache MCD: 6nm TSMC
32MB GDDR6 32MB GDDR6 6x MCD chipletov
GCD
(Graphics Compute Die)
snm TSMC Tranzistory
12 534M tranzistorov
48 CU GCD: 12.5 mld.
MCD el MCD (x6): ~33 mld.
6nm TSMC 6nm TSMC lu: ~57.7 mid
2x Infinity Cache 2x Infinity Cache Spo u: -/ mid.

32MB GDDR6 32MB GDDR6

Infinity Cache

Infinity Fabric prepojenie 96MB L3 cache
(6x16MB MCD)
Replacement for HBM

Vyhody chiplet dizajnu: Vyssi yield, niZsia cena, miesanie vyrobnych procesov pre optimal PPA
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COMPUTE UNIT (CU) - ZAKLADNA STAVEBNA JEDNOTKA

Compute Unit je zakladnd vypoctova bunka AMD GPU. Kazdy CU obsahuje vSetky potrebné komponenty pre spracovanie grafickych aj vypoctovych uloh.

Scalar ALU SIMD32 #1
(1x SFU) 32 shader proc.

Texture Units Register File
4x TMU 256KB VGPR

Scheduler
(Wavefront)

SIMD32 #2 SIMD32 #3
32 shader proc. 32 shader proc.

Local Data Store L1 Cache
32KBLDS 32KB (RDNA)

Branch/Message Unit

64 4

Shader Proc. / CU (RDNA) TMU (Texture Units) / CU

RDNA: 2 CU =1 WGP (Work Group Processor) — zdielaju L1 cache a Shader Array riadenie
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256KB 32KB

VGPR Register File LDS Local Data Store
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RENDEROVACI PIPELINE

Cesta od geometrie po pixel na obrazovke

Input Vertex Hull + Geometry Rasterizer Pixel Output

Assembler Shader Domain Shader Shader Shader Merger

Vertex/Index data Transformacie Tesselacia Primitivy Pixel pozicie Farba, tien Z-test, blend

Vertex Processing Rasterizacia Pixel/Fragment Processing

Vertex Shader transformuje 3D suradnice Premena vektorovych primitivov (trojuholnikov) Najvypoctovo narocnd faza. Pixel Shader pocita
pomocou matic (model = view = projection na diskrétne pixely/fragmenty. AMD findlnu farbu kazdého fragmentu — PBR tienenie,
space). Riesi osvetlenie, animdcie kosti (skeletal implementuje hierarchicky rasterizér pre tienové mapy, ambient occlusion, post-processing
animation) a vertex displacement. efektivne culling mimo viditelnej oblasti. efekty.

Cely pipeline je programovatelny — Vertex, Hull, Domain, Geometry a Pixel Shadery su HLSL/GLSL programy beZiace na CU
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RAY TRACING

Fyzikdlne korektné zobrazenie svetla

Hardware Ray Tracing v AMD RDNA 2+

Ray Tracing simuluje fyzikalne spravanie svetelnych IG¢ov. Kazdy pixel 'vystreluje' [U¢e do scény, ktoré sa odrazaju, [ldmu a absorbuju na povrchoch. AMD RDNA 2
zaviedla dedikované Ray Accelerator jednotky v kazdom CU.

BVH Struktura Ray/Triangle Test
Bounding Volume Hierarchy — hierarchicky strom pre rychle pretinanie lucov Moller-Trumbore algoritmus pre vypocet priesecniku lica s trojuholnikom.
s geometriou. AMD Ray Accelerator traversuje BVH hardvérovo. AZ 4x rychlejsiv HW nez v shaderoch.
Denoising (AMD RIS) Hybrid Rendering
Radeon Image Sharpening a FSR 2 pouZivaju temporal denoising pre plynulé Kombinacia rasterizacie + RT len tam kde je to viditelné (odlesky, tiene, AO)
vysledky aj pri 1/4 vzorkovani. minimalizuje vykonnostnu zataz.
0 l E— l I l E— l I
RX 6700 XT... RX 6800 XT... RX 6900 XT... RX 7800 XT... RX 7900 XTX...
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PAMATOVY SUBSYSTEM

Hierarchia cache a video pamdte

Register File 256KB/CU, sub-ns
(VGPR/SGPR) latencia

LO Cache (SQ) 16KB/CU, ~5-10 cyklov

L1 Cache (GL1) 128KB/WGP, ~20-30 cyklov

L2 Cache 4MB-6MB, ~100-200 cyklov

Infinity Cache (L3) 96-256MB, RDNA 2/3 only

VRAM (GDDR6 / HBM) 8-24GB, 16-22 Gbps

‘M Rychlost, Kapacita { Latencia, Cena/bit ™
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AMD inovativne rieSenie pamdtovej priepustnosti
Infinity Cache je velkokapacitna L3 cache implementovana na GCD/MCD chiplete v RDNA 2 a 3. Nahradza HBM pamat pre mainstream tier pri zachovani vysokej
efektivnej Sirky pasma.

600 +
500 A 257 410 480
400 | 384
300 - 256 256
192
200 A
100 H
0 - T T T 1
RX 6700 XT RX 6800 XT RX 6900 XT RX 7900 XTX
12GB GDDR6 16GB GDDR6 16GB GDDR6 24GB GDDR6
+96MB IC +128MB IC +128MB IC +96MB IC
W Efektivna priepustnost (GB/s) VRAM priepustnost bez cache (GB/s)
-
96MB 3.5% 192-bit
ICv RX 7900 XTX Efektivna BW boost GDDR6 zbernica
(6x16MB MCD) vs samotnd VRAM RDNA 3 flagship
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HIGH BANDWIDTH MEMORY (HBM)

Pre HPC, Al a profesiondlne GPU
HBM je 3D stackovana pamat priamo na GPU package. Pouziva sa v AMD Instinct (M) radoch pre datacentra a HPC. Poskytuje dramaticky vyssiu priepustnost nez
GDDR pri nizsej spotrebe energie.

Zbernica
Max. BW
Energia
Kapacita
Integ. forma
Cena

Pouzitie

256-bit / 512-bit 4096-bit / stack

~512 GB/s (512b) ~1.6 TB/s (4 stack)
~1.35V, vyssia ~1.2V, nizsia

8-24 GB (GPU) 16-80 GB / stack
Samostatné Cipy CoWoS / 2.5D interposer
Nizka Velmivysoka

Gaming GPU MI200, profesionalne

8192-bit / stack
~3.2 TB/s (4 stack)
24-192 GB / stack
CoWoS/2.5D
Extrémna

MI300, HPC

AMD MI300X: 192GB HBM3 ¢ 5.2 TB/s efektivha BW ¢ 8x HBM3 stack ¢ 153 milidrd tranzistorov

Zdroj: AMD Instinct MI300X Product Brief 2023 | HBM Consortium Specification
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SOFTVEROVY STACK AMD

Aplikacia (Hra, Al framework, HPC)
Grafické API: DirectX 12 Ultimate / Vulkan / OpenGL / Metal
AMD Driver: Adrenalin Edition (Windows) / AMDGPU-PRO (Linux)

Kernel Mode Driver + DXGI / KMS (DRM)

ROCm (HIP, OpenCL, HIP-Graph) — Compute Stack

GPU Hardvér (RDNA / CDNA)

ROCm (Radeon Open Compute) Grafické API

DirectX 12 Ultimate DXR RT, Mesh Shadery, VRS

ROCm je open-source platforma pre GPU vypocty. Obsahuje HIP (CUDA
kompatibilita), OpenCL, ROCBlas, MIOpen (Al), a podpora PyTorch/TensorFlow.
Kl'd€ovy pre AMD vstup do Al tréningovej infrastruktury. OpenGL 4.6 Legacy, wide compat.

Vulkan 1.3 Nizkourov. API, multi-thread

HIP/ROCm GPGPU, Al, HPC
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FIDELITYFX SUPER RESOLUTION (FSR)

AMD odpoved’'na DLSS — otvorend upscaling technoldgia
FSR je open-source upscaling technoldgia AMD. Na rozdiel od NVIDIA DLSS nevyzaduje dedikovany HW (Tensor Core) — funguje na akejkolvek GPU vratane Intel a
NVIDIA. FSR 2+ pouziva temporal upscaling pre kvalitu porovnatelnu s DLSS 2.

FSR 1.0 2021 Spatial (EASU+RCAS) Bez Al, akakolvek GPU, open-source
FSR 2.0 2022 Temporal (TAA-based) Ghost-free, motion vektory, sub-native
FSR 3.0 2023 FSR2 + Frame Gen AMD Fluid Motion Frames, 2x FPS
FSR 3.1 2024 Vylepseny Frame Gen Al-enhanced, Native AA mdd
150 - 120
100 - 70
50 A 27 45 -
. 0 _ eoem R |
Native FSR Kvalita FSR Balanced FSR Vykon FSR Ultra Vykon
(1x) (1.5x% res) (1.7x res) (2.0x res) (3.0x res)

Priemerny FPS ndrast podla FSR 2 médu (Cyberpunk 2077, RX 6800 XT, 4K)
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DISPLAY SUBSYSTEM
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DisplayPort 2.1 (RDNA 3) HDMI 2.1 (RDNA 2/3)

Max. priepustnost: 80 Gbps (UHBR20) Max. priepustnost: 48 Gbps
Podpora: 8K@165Hz alebo 4K@480Hz Podpora: 4K@120Hz, 8K@60Hz
Podpora DSC (Display Stream Compression) Variable Refresh Rate (VRR) nativne
AMD FreeSync Premium Pro Multi-Display & Eyefinity
Adaptive Sync VRR: eliminuje tearing Eyefinity: aZz 6 monitorovz 1 GPU
LFC (Low Frame Comp.): min 2x LFC Hardvérovy compositor (DXGlI)

HDR podpora, SDR compensation Mono + stereo display vystupy

Vystupné porty RX 7900 XTX:

2x DisplayPort 2.1 2x HDMI 2.1 1x USB-C (DP Alt)

UHBR20, 80Gbps 48Gbps, 4K@120Hz DP 2.1 cez USB-C

AMD FreeSyne je kompatibilné s VESA Adaptive-Sync standardom - funguje aj s NVIDIA GPU od GTX 10xx série
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GAMING BENCHMARKY

Porovnanie vykonu AMD vs NVIDIA flagshig GPU ) .
Priemer FPS — 4K Ultra, DirectX 12 (Cyberpunk 2077 + Forza Horizon 5 + Spider-Man PC)

RX 7900 XTX 116

RX 7900 XT
RX 7800 XT
RX 7700 XT

RX 7600

T T T T T T T 1

0 20 40 60 80 100 120 140

M NVIDIA (porovnanie) ®AMD

* Orientacné priemerné hodnoty z Hardware Unboxed, Digital Foundry 2023/2024. Vykon zdvisi od konkrétnej hry a nastaveni.

104 FPS $999 355W 24GB

RX 7900 XTX MSRP RX 7900 XTX TDP RX 7900 XTX VRAM
4K priemer launched Dec 2022 max TGP GDDR6
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SPOTREBA ENERGIE A TDP

Vykon na watt — klucovy ukazovatel efektivity
TDP (Thermal Design Power) uddva maximalny tepelny vykon ¢ipu za pIlného zatazenia. RDNA 3 dosiahla dramatické zlepSenie efektivity cez chiplet dizajn a 5nm

proces.

700
600
500
400
300
200
100

0

580
420
200 355
250 275 o5 270
185

HD 7970 R9 Fury X RX 5700 XT RX 6800 XT RX 7900 XTX

(GCNL1, (GCN3, (RDNAL, (RDNA2, (RDNA3,

250W) 275W) 225W) 300W) 355W)

HTDP (W) Relativny vykon (normed 100=HD7970)

Vykon/Watt RDNA 3 vs GCN 1.0: ~5.8x viac vykonu pri len 1.4x vy$5om TDP — 4.1x efektivita

RDNA 3: Smart power management— GPU dynamicky Skdluje vykon podla workloadu, nie iba podla TDP limitu
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TRHOVY PODIEL A KONKURENCIA

AMD vs NVIDIA vs Intel na GPU trh
Diskrétny GPU trh (Discrete GPU Q3 2023) AMD Segmenty GPU:

Radeon RX Gaming

Mainstream a enthusiast gaming GPU
RX 7600-7900 XTX

Radeon Pro

Profesionalne workstation GPU
CAD, VFX, rendering

Instinct Ml Series

HPC, Al, datacentra
MI300X, MI200

ENVIDIA mAMD M Intel

Integrated (RDNA)

* Jon Peddie Research Q3 2023 | AMD ziskala cez 20% podiel v niektorych kvartdloch 2022 APU: Ryzen 6000/7000iGPU

Steam Deck, Xbox/PS5
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ANMD INSTINCT MI300X

Najvykonnejsi Al GPU akcelerdtor 2023/2024

MI300X je AMD vlajkovy HPC/Al GPU akcelerator navrhnuty priamo pre konkurenciu s NVIDIA H100. Pouziva 3D chiplet architekttru (UCle) s kombinaciou CDNA 3

GCD a HBM3.
Tranzistory 153 miliard
Vyrobny proces 5nm TSMC (GCD) + 6nm (MCD)
VRAM 192 GB HBM3
Paméatova BW 5.2TB/s
FP8 vykon (Al) 2.6 PFLOPS

MI300X vs NVIDIA H100 (80GB SXM):

FP8 TFLOPS (/100)
52

FP16 vykon

BF16 vykon

TDP

Prepojenie

Cena (2024)

1.3 PFLOPS

1.3 PFLOPS

750 W

PCle Gen5, XGMI/Infinity Fabric

~$15 000 — $20 000

260
¥ H100 SXM

B MI300X

VRAM (GB)
0 50 100
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150

250 300
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AMD GPU V HERNYCH KONZOLACH

Xbox Series X[S a PlayStation 5
AMD dominuje herné konzolové GPU — dodava grafické subsystémy pre obe najvacsie platformy (Xbox aj PlayStation). Obe konzoly 9. generacie su postavené na

RDNA 2 architekture.

Xbox Series X

GPU architektura
Compute Units
GPU frekvencia
Teraflops

VRAM

Pamatova BW
CPU

Vystup
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RDNA 2 (Custom)

52CU

1825 MHz

12 TFLOPS

16 GB GDDR6

336 GB/s

8-coreZen 2 @ 3.8 GHz

4K@120fps, 8K

GPU architektura

Compute Units

GPU frekvencia

Teraflops

VRAM

Pamatova BW

CPU

SSD

PlayStation 5

RDNA 2 (Custom Sony)

36 CU

2233 MHz (variable)

10.28 TFLOPS

16 GB GDDR6

448 GB/s

8-coreZen 2 @ 3.5 GHz

825 GB, 5.5 GB/s raw
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XDNA - NEURAL PROCESSING UNIT (NPU)

AMD vstup do Al hardvéru pre edge zariadenia
XDNA je AMD Specializovand architektura pre inferencné Al workloady. NPU (Neural Processing Unit) je integrovany priamo do Ryzen Al ¢ipov (Ryzen 7040+, Ryzen
Al 300). Zabezpecuje efektivne lokalne Al spracovanie bez zatazenia CPU/GPU.

AIE (Al Engine) Pamat'ova hierarchia
Array of VLIW SIMD procesorov optimalizovanych pre maticové operacie Lokalna SRAM pre kazdy AIE tile, zdieland L2 cache, priame DMA prenosy.
(INT8, FP16, BF16). Masivne paralelné viacjadrové zpracovanie. Minimalizuje latenciu inference.
Ryzen Al 300 (Strix) Al aplikacie
AZ 50 TOPS NPU vykon. Integrovany RDNA 3.5 GPU + Zen 5 CPU. Navrhnuty Windows Studio Effects (blur, noise), LLM on-device inference, real-time
pre Copilot+ PC platformu Microsoftu. preklad, automaticka titulky, Adobe Firefly akceleracia.
2000 1,300
W 16 16 50 B
O T T T T
Ryzen 7040... Ryzen 8040... Ryzen Al 300... MI300X...
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RDNA 4 A BUDUCNOST AMD GPU

Navi48 — RX 9070 XT a dalsi vyvoj
RDNA 4 (kédové meno Navi 4x) bola predstavend na CES 2025. Radeon RX 9070 XT a RX 9070 prindsaju dramatické vylepsenia v Ray Tracing, Al a efektivite oproti

RDNA 3.
RDNA 4 Ray Tracing Al & Compute
2x vykon Ray Tracing oproti RDNA 3. Nové BVH traverzalne jednotky, 2x Ray Nové Al akceleracné jednotky, Wave Matrix (WMMA) instrukcie, FP8/FP4
Accelerator per CU. podpora pre Al inference.
Vyrobny proces FSR 4 + Al
4nm TSMC (GCD) + 6nm MCD. Mensi die area, vyssia frekvencia, lepsi power Al-based upscaling (FSR 4) priamo na RDNA 4 HW. Konkurencia pre DLSS 3
management. Frame Generation.

AMD GPU Roadmap — pohlad do buducnosti:

2024 2025 2025 2026+

RDNA 3.5 (iGPU) RDNA 4 (RX 9070) CDNA 4 (MI350) RDNA 5 (Navi 5x)
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PRODUKTOVE RADY AMD RADEON 2024

I(8O 7 73
70 -
60 -
50 A
40 34
50 7 22
20 -
10 A

O -

RX 7600 RX 7700 XT RX 7800 XT RX 7900 XT RX 7900 XTX RX 9070 XT
(Entry) (Mid) (Mid-High) (High-End) (Flagship) (RDNA4 2025)

FP32 Teraflops podla produktového radu (Radeon 7000 + preview RDNA4)
. - =~ ]

Entry (RX 7600) Mid (RX 7700 XT) High (RX 7900 XT) Flagship (7900 XTX)
MSRP: $269 MSRP: $349 MSRP: $749 MSRP: $999
VRAM: 8GB VRAM: 12GB VRAM: 20GB VRAM: 24GB

1080p Gaming 1440p Budget 4K High Settings 4K Ultra / Creator

. Michal Ryzek | Pocitacové Architektiry | UCM 25/30



TEPELNY MANAZMENT A CHLADENIE

Riesenia od AMD a AIB partnerov

Moderné GPU s TDP 200—355W vyzaduju sofistikovany tepelny dizajn. AMD navrhuje referencny chladi¢ (Radeon Reference Design), AIB partneri (Sapphire, XFX,

PowerColor, ASRock) pridavaju vlastné riesenia.

Blower / Single Fan

Vzduch nasdvaju spredu, vyfukuju vzadu cez PCl bracket. Vhodné pre tesné
skrinky a servery. Vyssi hluk, nizsi OC potencial.

Liquid / AIO

teploty, mozny OC. Drahsie, zloZitejsSia instalacia.

83°C 110°C

Typicka teplota GPU Max. hotspot limit
hotspot pri zatazeni RX 7900 XTX (tjunction)

. Michal Ryzek | Pocitacové Architektiry | UCM

Open-Air (2-3 ventilatory)

Najrozsirenejsie AIB rieSenie. Vzduch vyfukuju cez rebra vo vnutri skrinky.
Vyhodné: nizky hluk, vyssi OC. Nevyhoda: zahrievaju vnutro.

Vapour Chamber (VC)

AMD RX 7900 XTX ref. design. Plocha tepelna trubica pre rovnomerné
rozloZenie tepla cez cely GPU die. Bez chladiacej kvapaliny.

95SW 355W

Typicky TGP Max TGP
RX 7600 (entry) RX 7900 XTX
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AMD vs NVIDIA - TECHNOLOGICKE POROVNANIE

AMD Radeon NVIDIA GeForce

Architektura RDNA 3 (chiplet, 5nm+6nm) Ada Lovelace (monolith, 4nm)
Ray Tracing HW Ray Accelerator/ CU RT Core (3. gen, dedikovany)
Al upscaling FSR 4 (open, akykolvek GPU) DLSS 4 (uzavrety, len NVIDIA)
Pamat flaghsip GDDR6 + 96MB Infinity Cache GDDR6X (RTX 4080)
Compute/GPGPU ROCm, HIP, OpenCL CUDA (dominantna platforma)
Al akcelerator XDNANPU v Ryzen Al Tensor Core (v GPU priamo)
Ovladace Linux AMDGPU open-source Proprietary / Nouveau

Frame Generation AFMF (akakolvek GPU) DLSS FG (len RTX 4000+)
HPC/Al datacenter Instinct MI300X H100/H200/B100

Konzoly Xbox + PlayStation -
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ZAVER - CO SME SA NAUCILI

AMD GPU presla dlhou cestou od ATI (1985) cez akviziciu (2006) po dnesné RDNA 3 a Instinct MI300X.

Architektira RDNA prindsa dramatické zlepSenia vykonu/watt oproti GCN — 5x efektivita za 10 rokov.

Compute Unit je zakladna jednotka GPU — obsahuje SIMD, TMU, cache, register file a scheduler.

Pamatova hierarchia (Register - LO = L1 = L2 - Infinity Cache - VRAM) je klt¢om k GPU vykonu.

Softvérovy stack (ROCm, DirectX, Vulkan, FSR) rovnako dolezity ako samotny HW — bez softvéru ni¢ nefunguje.

AMD dominuje konzolovy trh (Xbox + PS5), bojuje o Al datacenter (MI300X vs H100), rastie v NPU (XDNA).
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